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Communiqué de presse

Le CEA-Leti et ses partenaires SET, STM, ALES et le CNRS développent une technique de collage métallique direct de puces sur plaque pour les applications 3D avancées en 300mm
GRENOBLE, France – 22 Février, 2011 – le CEA-Leti annonce aujourd’hui avoir acquis un équipement « pick and place » de la société SET pour réaliser l’alignement et le collage métallique de puces sur plaquettes. Le CEA-Leti renforce ainsi sa capacité à développer l’intégration de la structure 3D. 
La société SET a développé cette machine sur la base de sa structure d’alignement haute précision FC300 à laquelle ont été ajoutés les éléments permettant le collage.
Avec les procédés de collage métalliques directs sur tranche qu’il a développé, le CEA-Leti apporte ainsi une solution industrielle performante dans le domaine de l’intégration 3D. La technique de collage s’effectue à température ambiante avec une faible pression sur les puces à sceller. La nature métallique du collage assure naturellement la connexion électrique entre la puce et le substrat.
L’équipement spécifique, conçu par SET servira notamment au projet PROCEED soutenu par l’état français en collaboration avec STMicroelectronics, ALES et le CNRS-CEMES. Ce projet porte sur le développement d’une solution industrielle pour l’élaboration des structures 3D puce sur plaque avec collage métallique direct et une précision d’alignement inférieure à 1µm.

« SET est fier de porter le projet PROCEED en collaboration avec ST Microelectronics, le CEA-Leti, ALES et le CEMES-CNRS » dit Gaël Schmidt, Directeur Général de SET ; « L'intégration du procédé d'hybridation selon la technologie de collage métallique direct développé par le CEA-Leti, intéresse SET au plus haut point dans la mesure où elle améliore de façon substantielle la cadence potentielle de nos plateformes de soudage, atout indispensable pour l’adoption de l’interconnexion 3D des semi-conducteurs ». 
«Cette collaboration va positionner le Leti au niveau mondial pour le développent des technologies 3D en 300mm, déclare Laurent Malier Directeur du CEA-leti. Le collage direct de puces sur plaques est une option extrêmement pertinente et prometteuse dans la maitrise des technologies d’intégration 3D ». 
A propos du CEA-Leti

Le CEA est un organisme public français de recherche et de technologie. Il intervient dans trois grands domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et la santé, la défense et la sécurité. Au sein du CEA, le Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Information (Leti) collabore avec différentes entreprises pour améliorer leur compétitivité grâce à l’innovation et au transfert de technologie. Le Leti est spécialisé dans la micro et la nanotechnologie et leurs applications, depuis les dispositifs et les systèmes sans fil jusqu’à la biologie et la santé, en passant par la photonique. La technologie MEMS (nanoélectronique et microsystèmes) est au cœur de ses activités. Le Leti est l’un des principaux instigateurs du pôle d’innovation MINATEC® ; il dispose de 8 000 m² de salles blanches, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mises aux normes pour les plaques de silicium de 200 et 300 mm. Fort de ses 1 200 employés, le Leti forme plus de 150 thésards et héberge 200 partenaires de recherche. Engagé dans la création de valeur pour l’industrie, le Leti place la propriété industrielle au centre de ses préoccupations ; il possède plus de 1 400 brevets. En 2008, son revenu contractuel a couvert plus de 75 % de son budget de 205 M€. Pour plus d’informations, visitez le site

www.leti.fr
A propos de SET
Depuis plus de 30 ans, SET conçoit, fabrique et commercialise des machines de très haute précision (de quelques microns au domaine sub-micrométrique) pour l’industrie du semi-conducteur. SET est un des leaders mondiaux des machines de flip-chip de haute précision. L’entreprise est située en Haute-Savoie, à une demi-heure de l’aéroport international de Genève et une heure et demi de Grenoble un des gros pôles microélectroniques français. SET propose une gamme de machines pour l’assemblage et le soudage de composants ainsi que pour des applications liées aux nanotechnologies. Pour plus d’informations, rendez vous sur notre site www.set-sas.fr. 
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